
「工業合作宣導說明」  暨 

「美商雷神公司招商說明」會議議程 
Industrial Cooperation Forum Agenda 

主辦單位：經濟部工業合作推動小組 

協辦單位：經濟部工業局系統整合推動計畫辦公室、美商雷神公司 

會議日期：108 年 5 月 3 日上午 9 時 30 分（9 點整開放入場） 

會議地點：臺北市和平東路二段 106 號 11 樓（科技大樓 1101 會議室） 

說明： 

為加速臺灣產業轉型升級，政府打造以「創新、就業、分配」為核

心價值，追求永續發展的經濟新模式，並透由「連結未來、連結全

球、連結在地」三大策略，激發產業創新風氣與能量，政府提出「智

慧機械」、「亞洲矽谷」、「綠能科技」、「生醫產業」、「國防產業」、「新

農業」及「循環經濟」等 5+2 產業創新計劃，作為驅動臺灣下世代

產業成長的核心，為經濟成長注入新動能。 

為配合政府推動 5+2 產業創新計劃，工業合作計畫協助國內廠商與

國際大廠之鏈結，媒合國內業者與國際大廠洽商合作機會，促成國

內廠商切入國際關鍵市場之契機，因此特辦理工業合作宣導說明會，

並邀請美商雷神公司來臺與國內廠商洽商合作商機。 

工業合作計畫（Industrial Cooperation Program），國際間一般稱為補

償貿易（Offset），係指政府利用對外採購案之時機，要求國外得標

商依採購案總金額某一特定比例核算工業合作額度，於國內從事義

務性工商業活動，藉以協助引進國內產業所需關鍵技術，達到促進

產業結構優化與國防能量自主之具體目標。 

工業合作計畫係透過技術移轉、國際認證、國內採購、共同研發、

人員訓練、國內投資、國際行銷及貿易推廣協助等執行方式，協助

產業發展，加速產業結構優化，支持國防建設，落實國防能量自主，

協助國內廠商與跨國企業建立長期合作關係，進一步提高國內產學

研單位與國外廠商合作之機會，進入國際著名大廠供應商系統，以

激勵民間投資意願，促進產業永續發展。 



另為促進臺灣系統整合輸出，經濟部工業局亦成立了系統整合推動

計畫辦公室（System Integration Partnership Accelerator, SIPA），藉由

連結目標市場的產官機構、通路夥伴、潛在買家，以擴大臺灣系統

整合輸出商機，另一方面，提供臺灣系統整合服務商市場進入之商

機分析媒合、行銷活動籌辦、國際投融資機制引薦等服務，以協助

廠商加入進入新南向國家及新興市場。 

臺灣 SIPA 專為亟需整體解決方案（Total Solutions）的各國政府與

企業，整合與引薦臺灣優質服務商，本次招商說明會是結合經濟部

工業合作計畫與系統整合推動計畫二大平台，期藉由工業合作計畫

的國際行銷方式，協助臺灣系統整合商連結國際廠商，本次活動乃

連結了美商雷神公司（Raytheon Company）進行互動交流，希望藉

由此活動，讓臺灣廠商了解工合計畫與雷神公司，也讓雷神公司瞭

解臺灣系統整合的能量，藉由未來雙方的合作，創造出更多商機。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議程大綱： 

2019-May-03 at Conference 1101 (11F Technology Building, Taipei, Taiwan) 

108 年 5 月 3 日於科技大樓 11 樓 1101 大型會議室 

Time 

時間 

Schedule 

主題 

Speaker 

主講人 

09:00-09:30 
Registration 

廠商報到 

工合小組/ 

系整辦公室 

09:30-09:45 
Welcome and Opening Remark 

致歡迎詞與開幕 

工合小組/ 

系整辦公室 

09:45-10:00 

Introduction of International 

Industrial Cooperation Program 

工業合作宣導說明 

工合小組 

10:00-10:30 

Industrial Cooperation Project Overview 

 (Sharing successful ICP Cases) 

外商工業合作模式及成功個案分享 

Raytheon 

Company 

美商雷神公司 

10:30-10:40 

Introduction of SIPA 

(System Integration Promotion Alliance) 

系統整合推動辦公室宣導 

系整辦公室 

10:40-10:50 
Break Time 

休息時間 
 

10:50-12:10 
Industrial Capability Exbition 

國內系統整合廠商能量說明 
國內廠商 

12:10 -  

Free Communication & Business Matching 

廠商交誼及經驗分享 

（於 SKY Lounge） 

工合小組/ 

系整辦公室 

 

備註： 

1. 本說明會免費參加 

2. 請於說明會會場提供與會人員名片 

3. 說明會議題將以中、英文進行，國內廠商能量說明以英文進行 

4. 主辦單位保留依會議實際進行狀況調整會議時間之權利 



 

科技大樓場地位置圖示: 

 

 會議地址： 

臺北市 106 大安區和平東路二段 106 號 11 樓 1101 會議室（科技大樓）   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 交通資訊參考 

1. 臺北捷運站名: 文湖(棕)線科技大樓站 

2. 公車站名: 復興南路口站 (Fuxing S. Rd. Entrance) 

公車路線 

3、15、18、52、72、74、235、278 正、284、敦化幹線、和平幹線 

 

 

 會議室旁開放空間:若參與廠商提早前來可於 SKY Lounge 等候 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科技大樓 

1101 會議室

痾室 



 

Registration form for Industrial Cooperation Forum 

「工業合作宣導說明」暨「美商雷神公司招商說明」會議報名表 

Company name 

單位名稱  
 

Office number 

單位電話  
 

Fax 

傳真 
 

Address 

地     址 
 

Participant’s name 

參加人員姓名 

Title 

職 稱 

E-mail 

電子郵件 

Remark 

備註 

    

    

    

    

    

 

連絡人： 

經濟部工業合作推動小組：蘇睿全專員 

經濟部工業局 SIPA 辦公室：鍾清勝專案經理 

 

連絡電話： 

經濟部工業合作推動小組：   (02)2754-0266 分機 159 

經濟部工業局 SIPA 辦公室：  (02)2396-9268 分機 101  

 

報名方式： 

□網路報名（https://www.icpo.org.tw/ProseminarView.aspx?Cond=6811） 

□傳真報名（請回傳會議報名表及個資同意書 Fax：(02)2754-0155） 

 

費用：免費 

備註：敬請於 108 年 4 月 30 日 17:00 前完成報名。 

 

 

https://www.icpo.org.tw/ProseminarView.aspx?Cond=6811


個人資料蒐集、處理、利用告知暨同意書 

蒐集個人資料告知事項 
財團法人金屬工業研究發展中心(以下簡稱本中心)因執行經濟部工業局-推動工業合
作計畫辦理推動工業合作計畫相關活動，向您蒐集個人資料，並依據個人資料保護
法規定告知下列事項： 

1.蒐集目的 1.辦理(本計畫或本次)活動及相關行政管理。 

2.個人資料類別 

識別個人者 如姓名、職稱、地址、聯絡方式等 

政府資料中之辨識者 如身分證統一編號、護照號碼等 

個人描述 如性別、出生年月日等 

職業 如學校校長或其他各種職業等 

學校紀錄 如大學、專科或其他學校等 

資格或技術 如學歷資格、專業技術等 

職業專長 如專家、學者、顧問等 

著作 如書籍、文章、報告等 

現行之受僱情形 如雇主、工作職稱 

3.個人資料利用

之期間、地區、

對象及方式 

(1)經濟部工業局將於蒐集目的之存續期間內，合理利用您

的個人資料。 

(2)除蒐集之目的涉及國際業務或活動外，經濟部工業局僅

於中華民國領域內利用您的個人資料。 

(3)經濟部工業局將於原蒐集之特定目的、本次以外之產業

推廣、宣導及輔導，以及其他公務機關請求經濟部工業

局行政協助之目的範圍內，合理利用您得個人資料。 

4.當事人權利 

您可向本中心「個資當事人權利行使窗口」行使查詢或請求

閱覽、製給複製本、補充或更正、停止蒐集處理利用或刪除

您的個人資料之權利，電話：07-3513121 轉 2360。 

5.不提供個人資

料之權益影響 

若您不提供或未提供正確之個人資料，經濟部工業局將無

法為您提供特定目的之相關業務。 

6.經濟部工業局因業務需要而委託其他單位處理您的個人資料時，將會善盡監

督之責。 

個人資料之同意提供 

本人已充分知悉上述之告知事項，並同意經濟部工業局在符合上述告知事項範圍內蒐
集、處理及利用本人個人資料。 

立書人簽名： 

日      期：  108  年     月     日     


